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锦州神工半导体股份有限公司投资者关系活动记录表 

编号：2026-005 

投资者关系

活动类别 

□特定对象调研        □分析师会议  

□媒体采访            □业绩说明会  

□新闻发布会          □路演活动  

□现场参观            √一对一沟通  

√其他  （电话会议） 

参与单位

及人员 

易方达基金、广发基金、华商基金、太平洋资产管理有限责任公司、长信基金、

东吴基金、中银基金、上汽集团尚颀投资、东方证券自营、瑞银基金、全天候基

金、恒越基金、国海证券、财通基金、尚雅投资、纽富斯投资、上海观火投资、

英大资产  

时间 2026年 5月 15日 

地点 线上会议  

接待人员 董事会秘书兼财务总监常亮先生 

投资者关

系活动主

要内容介

绍 

一、公司本次计划向特定对象发行A股股票的战略考量 

2026年第一季度以来，全球消费级存储需求转向中国供应链的趋势明朗，中

国本土存储芯片制造厂商的产能扩充和技术发展，在科技巨头资本开支所驱动的

人工智能需求之外，获得了全球消费市场更为坚实、持久的支撑。 

公司认为，中国本土厂商以超大规模国内统一大市场为基础，通过“规模降

本-技术迭代-产业链闭环-建立行业标准”的路径，后发先至取得全球产业竞争制

高点之范式，在过去十年的LCD面板、光伏、动力电池、碳纤维等领域得到反复验

证。因此，中国本土存储芯片制造厂商有望加速成长为世界级公司。 

相比海外竞争对手数十年乃至上百年的积累而言，包括公司在内的本土半导

体材料和零部件企业，普遍设立时间较短、经验有限、资源不足。“如何在短时

间内匹配世界级客户的世界级需求？”既是挑战更是机遇。 

接下来几年，所有中国国产存储芯片制造厂的配套供应商，不仅产能方面要

紧追客户实现跨越式发展，生产管理、供应链建设、技术研发、智能化管理水



平、资本运作能力乃至企业文化建设，都将受到全方位的挑战。 

用进废退，不进则退，产业竞争已经从“资格赛”和“小组赛”，进入到

“排位赛”和“淘汰赛”，需要加强行业合作、加大资源投入。 

公司的大直径硅材料产品及其制成品硅零部件，是高端存储芯片制造所需等

离子刻蚀环节中的核心耗材，开工率越高、刻蚀强度和次数越多，消耗量越大。

根据公司自主调研数据，2026年，中国大陆硅零部件市场规模有望达到约70亿元

人民币，未来几年内市场规模将超过百亿元。 

公司计划通过本次股票发行募集资金不超过10亿元，强化第二曲线、发展第

三曲线，稳扎稳打提升内功，力争抓住未来几年中国存储芯片产能大规模建设、

国产化率提升的机遇。 

 

二、硅零部件市场发展趋势 

除前述国内外存储芯片制造厂商的产能扩张以外，技术发展方面——随着存

储芯片先进制程向着3D堆叠方向不断进展，将需要更多高深宽比刻蚀工序；且先

进存储芯片电路线宽刚刚突破等效10nm以下，先进逻辑芯片向等效2nm以下迈进，

还需要更大直径的硅零部件。 

因此，定性来看，伴随产能扩张和技术革新，先进制程逻辑和存储芯片制造

厂的刻蚀用量将增长，硅零部件的需求量将增大。 

 

三、碳化硅陶瓷零部件市场规模和发展趋势 

碳化硅陶瓷零部件是公司过去数年着力打造的新业务，具备较好的技术和市

场积累。 

碳化硅陶瓷零部件的应用场景，包括刻蚀、薄膜沉积、外延、离子注入,以及

氧化、扩散、退火等热处理工序，因此其应用场景要多于硅零部件，且下游客户

与公司硅零部件和硅片产品高度重叠。 

目前公司根据自主调研测算，其市场规模大于硅零部件，且国产化率更低、

交期更长、对下游客户的“卡脖子”风险更大。 

考虑到中国本土先进存储和逻辑芯片制造厂的产能扩张、开工率提升及技术

提升，将对刻蚀、薄膜沉积、外延等工艺提出更高要求，预计碳化硅陶瓷零部件



的市场规模和国产化需求将持续扩大。 

 

四、关于预案募投项目的拟投资规模 

根据公开数据横向比较，公司本次预案拟募投项目的投资规模，在硅零部件

和碳化硅陶瓷零部件领域都处于国内前列；纵向比较公司在以上产品的历史累计

投入，本次拟投资规模也相对较大。以上反映了公司坚定的战略决心。 

附件清单 无 

日期 2026 年 5月 18日 

 


